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aufler an den beiden Enden abdeckt, wobei ein Ende des
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Halbleitervorrichtung, die zum Beispiel fur eine
Hochleistungssteuerung verwendet wird, und auf ein
Verfahren zum Herstellen derselben.

[0002] Die internationale Patentanmeldung
WO 00/ 65 888 A1 offenbart eine Technik, bei der
viele Substrate mittels eines Flugeelements miteinan-
der verbunden werden. Das Fugeelement hat viele
Leitungen, die durch Basisfilme zusammengehalten
werden. Das Fugeelement kann in beliebigen Rich-
tungen gebogen werden. Die japanische Patentof-
fenlegungsschrift JP 2010- 232 254 A offenbart eine
Technik, bei der viele keramische Substrate mittels
gebogenen Drahtmustern miteinander verbunden
werden.

[0003] Die Verbindung von vielen Substraten mittels
Anschlissen erfordert Ublicherweise eine Montage
der Anschlisse an die Substrate, was zu einer ver-
kleinerten Komponentenanbringungsflache der Sub-
strate flhrt. Daher ist es wiinschenswert, viele Sub-
strate ohne Verwendung von Anschlissen zu
verbinden, wie dies bei den vorstehend genannten
Publikationen offenbart ist.

[0004] Jedoch ist das Fligeelement, das in der vor-
stehend genannten Publikation WO 00/ 65 888 A1
offenbart ist, dahingehend nachteilig, dass das Flige-
element dadurch hergestellt wird, dass viele parallel
angeordnete Leitungen zwischen einem oberen und
einem unteren Basisfilm eingefasst werden, und
dass dann diese Basisfilme aneinander gefiigt wer-
den, was ein spezielles Bearbeitungswerkzeug erfor-
dert, was zu erhohten Herstellungskosten fiihrt. Um
dieses Problem zu vermeiden, kann ein Flachkabel
verwendet werden, um viele Substrate miteinander
zu verbinden. Da jedoch Flachkabel eine unregelma-
Rige Oberflache haben, kénnen sie nicht automa-
tisch durch eine Haltevorrichtung wie zum Beispiel
eine Saughaltevorrichtung beférdert werden, was
zu einem reduzierten Durchsatz bei dem Herstel-
lungsprozess flihrt.

[0005] Die Technik, die in der vorstehend genannten
Publikation JP 2010- 232 254 A offenbart ist, ist
dahingehend nachteilig, dass, um ein keramisches
Substrat in viele kleinere Substrate zu schneiden,
kleine Locher in dem keramischen Substrat ausge-
bildet werden, indem das Substrat mit einem Leser-
puls in einem Zeitraum bestrahlt wird, wahrend eine
Beschadigung der Verdrahtungsmuster vermieden
wird, die mit dem Substrat verbunden sind, was
bedeutet, dass dieser Schneidprozess eine bedeu-
tende Zeit bis zur Fertigstellung erfordert, wodurch
der Durchsatz bei dem Herstellungsprozess redu-
ziert wird.
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[0006] Ferner sind in US 2006 / 0 067 066 A1 ein
System und ein Verfahren beschrieben, bei denen
flexible Kabel an PCBs befestigt werden, um Hoch-
geschwindigkeitssignalwege zwischen den auf den
PCBs angeordneten ICs bereitzustellen. Die flexib-
len Kabel werden an den PCBs befestigt. Durch die
Anordnung der flexiblen Kabel auf der Leiterplatte,
anstatt die Kabel frei schweben zu lassen, wird die
Konfiguration thermisch so gestaltet, als befanden
sich die Signale auf der Leiterplatte, und Kabelfiih-
rungsprobleme werden vermieden.

[0007] Ferner ist in DE 11 2008 002 140 T5 eine
Befestigungsstruktur einer flexiblen Leiterplatte zum
Verbinden und Sichern des Anschlussbereichs des
Endes der flexiblen Leiterplatte mit einem Verbinder,
der auf einer stationdren Platine vorgesehen ist,
beschrieben. Die flexible Leiterplatte ist aufgebaut
aus einem Isolierelement, auf dem ein Verdrahtungs-
muster ausgebildet ist, einem Verstarkungselement
zum Verstarken des Isolierelements in der Umge-
bung des Anschlussbereichs und einem Arretierele-
ment zum Arretieren der flexiblen Leiterplatte auf der
stationaren Platine. Die stationare Platine weist eine
Offnung zum Aufnehmen des Arretierelements auf,
das darin in einen Zustand einzupassen ist, in dem
der Anschlussbereich mit dem Verbinder verbunden
und daran gesichert ist.

[0008] Ferneristin DE 84 13 336 Ul ein Flachband-
kabel mit zwei oder mehr parallel zueinander, vor-
zugsweise in oder auf einer Isolier-Schutzschicht
angeordneten, isolierten Drahtadern beschrieben,
wobei an der Unterseite der Schutzschicht eine
Selbstklebeschicht angeordnet ist.

[0009] Ferner ist in JP 2003- 100 156 A ein Kabel
beschrieben, das einen Kabelleiter und ein den
Kabelleiter umhillendes Dielektrikum umfasst und
eine Klebesubstanz zur Befestigung des Kabelkor-
pers an einem elektronischen Gerategehause auf-
weist.

[0010] Ferneristin JP HO8- 203 351 A ein halbstar-
res Koaxialkabel mit einem Leitermantel beschrie-
ben, das auf einer Leiterplatte angeordnet wird. Der
am Ende freiliegende Mittelleiter wird in radialer
Richtung gebogen. Um eine Verbindung mit einer
Schaltung herzustellen, wird ein Halter an der
AuRenhaut des Leiters des halbstarren Koaxialka-
bels durch Gielten befestigt. Der Halter hat eine
obere Flache mit einer Oberflache, die der Adsorp-
tion durch ein Adsorptionselement einer automati-
schen Montagevorrichtung dient.

[0011] Es ist daher die technische Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine Halbleitervorrichtung vor-
zusehen, deren Substrate eine vergréRerte Kompo-
nentenanbringungsflache haben und die mit
erhdhtem Durchsatz hergestellt werden kénnen. Es
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gehdrt auch zur Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zum Herstellen einer derartigen Halbleitervor-
richtung vorzusehen.

[0012] Die Merkmale und Vorteile der vorliegenden
Erfindung kénnen folgendermalien zusammenge-
fasst werden.

[0013] Gemal’ einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung hat eine Halbleitervorrichtung eine erste
gedruckte Leitungsplatte, ein Flachkabel mit elektri-
schen Drahten und einen Beschichtungsfilm, der die
elektrischen Drahte auler an den beiden Enden
abdeckt, wobei ein Ende des jeweiligen elektrischen
Drahtes mit der ersten gedruckten Leiterplatte ver-
bunden ist, und eine zweite gedruckte Leiterplatte,
die mit dem anderen Ende des jeweiligen elektri-
schen Drahtes verbunden ist, wobei das Flachkabel
derart gebogen ist, dass die erste gedruckte Leiter-
platte und die zweite gedruckte Leiterplatte einander
zugewandt sind, und wobei eine ebene Flache in
einem Abschnitt des Beschichtungsfilms ausgebildet
ist.

[0014] Gemal einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung hat ein Verfahren zum Herstellen einer
Halbleitervorrichtung die Schritte zum Ausbilden
einer ebenen Flache in einem Abschnitt eines
Beschichtungsfilms eines Flachkabels, wobei der
Beschichtungsfilm elektrische Drahte aufer an den
beiden Enden abdeckt, zum Halten des Flachkabels
durch eine Haltevorrichtung derart, dass eine ebene
Anbringungsflache der Haltevorrichtung mit der ebe-
nen Flache des Flachkabels in Kontakt gebracht
wird, zum Befordern des Flachkabels durch die Hal-
tevorrichtung, so dass das Flachkabel mit einer ers-
ten gedruckten Leiterplatte und einer zweiten
gedruckten Leiterplatte in Eingriff gelangt, zum Ver-
binden von einem Ende des jeweiligen elektrischen
Drahtes des Flachkabels mit der ersten gedruckten
Leiterplatte, zum Verbinden des anderen Endes des
jeweiligen elektrischen Drahtes mit der zweiten
gedruckten Leiterplatte, und zum Biegen des Flach-
kabels derart, dass die erste gedruckte Leiterplatte
und die zweite gedruckte Leiterplatte einander zuge-
wandt sind.

[0015] Weiterer Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden aus der folgenden
Beschreibung weiter ersichtlich.

Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht einer Halb-
leitervorrichtung gemaR einem ersten Ausflh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Flachkabels, bevor die ebene Flache darin aus-
gebildet wird;

Fig. 3 zeigt Diagramme der Art und Weise, wie
die ebene Flache durch eine Heillpressma-
schine ausgebildet wird;
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Fig. 4 zeigt Diagramme der Art und Weise, wie
die ebene Flache durch eine HeiRpressma-
schine ausgebildet wird;

Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Flachkabels, nachdem die ebene Flache darin
ausgebildet wurde;

Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Flachkabels, das durch die Haltevorrichtung
gehalten wird;

Fig. 7 zeigt eine Draufsicht der Flachkabel, etc.
nach dem Verbindungsschritt;

Fig. 8 zeigt eine Querschnittsansicht der Halb-
leitervorrichtung des zweiten Ausflhrungsbei-
spiels; und

Fig. 9 zeigt eine Querschnittsansicht der Halb-
leitervorrichtung des dritten Ausfuhrungsbei-
spiels.

[0016] Die Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht
einer Halbleitervorrichtung geman einem ersten Aus-
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die
Halbleitervorrichtung 10 hat ein Isoliersubstrat 12.
Verdrahtungsmuster 14, 16 und 18 sind an der obe-
ren Flache des Isoliersubstrats 12 ausgebildet. Ein
unteres Muster 20 ist an der unteren Flache des Iso-
liersubstrats 12 ausgebildet.

[0017] Ein Halbleiterelement 30 ist an dem Isolier-
substrat 12 durch ein Létmittel, etc. (nicht gezeigt)
gesichert, wobei das Verdrahtungsmuster 16 zwi-
schen dem Halbleiterelement 30 und dem Isolier-
substrat 12 angeordnet ist. Das Halbleiterelement
30 ist zum Beispiel ein IGBT. Das Gatter des Halb-
leiterelements 30 ist mit dem Verbindungsmuster 13
durch einen Draht 32 verbunden. Der Emitter des
Halbleiterelements 30 ist mit dem Verdrahtungsmus-
ter 18 durch einen Draht 34 verbunden. Der Kollektor
des Halbleiterelements 30 ist mit dem Verdrahtungs-
muster 16 durch ein Lotmittel, etc. (nicht gezeigt) ver-
bunden. Es ist zu beachten, dass das untere Muster
an der unteren Flache des Isoliersubstrats 12 an eine
Basisplatte 42 durch ein Létmittel 40 gesichert ist.

[0018] Eine erste gedruckte Leiterplatte 50 ist Uber
dem Isoliersubstrat 12 vorgesehen. Eine zweite
gedruckte Leiterplatte 52 ist Uber der ersten gedruck-
ten Leiterplatte 50 vorgesehen. Eine dritte gedruckte
Leiterplatte 54 ist Uber der zweiten gedruckten Leiter-
platte 52 vorgesehen. Die erste gedruckte Leiter-
platte 50, die zweite gedruckte Leiterplatte 52 und
die dritte gedruckte Leiterplatte 54 kbnnen gemein-
sam als die gedruckten Leiterplatten 50, 52 und 54
bezeichnet werden. Schaltungskomponenten 56
sind an den gedruckten Leiterplatten 50, 52 und 54
gesichert.

[0019] Das Verdrahtungsmuster 14 ist mit der ersten
gedruckten Leiterplatte 50 durch ein Flachkabel 60



DE 10 2013 204 565 B4 2023.04.20

verbunden. Das Flachkabel 60 hat elektrische
Drahte 60a und einen Beschichtungsfiim 60b, der
die elektrischen Drahte 60a aufler an den beiden
Enden abdeckt. Ein Ende des jeweiligen elektrischen
Drahts 60a ist mit dem Halbleiterelement 30 durch
das Verdrahtungsmuster 14 und dem Draht 32 elekt-
risch verbunden. Das andere Ende des jeweiligen
elektrischen Drahtes 60a ist mit der ersten gedruck-
ten Leiterplatte 50 verbunden. Die Verbindung von
einem Ende des jeweiligen elektrischen Drahts 60a
mit dem Verdrahtungsmuster 14 und die Verbindung
des anderen Endes des jeweiligen elektrischen
Drahtes 60a mit der ersten gedruckten Leiterplatte
50 wird zum Beispiel durch Léten oder Ultraschall-
schweilden bewirkt.

[0020] Das Flachkabel 62 hat wie das Flachkabel 60
elektrische Drahte 62a und einen Beschichtungsfilm
62b. Ein Ende des jeweiligen elektrischen Drahtes
62a ist mit der ersten gedruckten Leiterplatte 50 ver-
bunden. Das andere Ende des jeweiligen elektri-
schen Drahtes 62a ist mit der zweiten gedruckten
Leiterplatte 52 verbunden. Das Flachkabel 62 ist so
gebogen, dass die erste gedruckte Leiterplatte 50
und die zweite gedruckte Leiterplatte 52 einander
zugewandt sind.

[0021] Das Flachkabel 64 hat wie das Flachkabel 60
elektrische Drahte 64a und einen Beschichtungsfilm
64b. Ein Ende des jeweiligen elektrischen Drahtes
64a ist mit der zweiten gedruckten Leiterplatte 52
verbunden. Das andere Ende des jeweiligen elektri-
schen Drahtes 64a ist mit der dritten gedruckten Lei-
terplatte 54 verbunden. Das Flachkabel 64 ist so
gebogen, dass die zweite gedruckte Leiterplatte 52
und die dritte gedruckte Leiterplatte 54 einander
zugewandt sind.

[0022] Die Beschichtungsfiime 60b, 62b und 64b
sind aus einem thermoplastischen Kunststoff ausge-
bildet. Die elektrischen Drahte 60a, 62a und 64a sind
aus einem elektrischen Leiter ausgebildet. Die Flach-
kabel 60, 62 und 64 haben einen gewissen Steifig-
keitsgrad, obwohl sie gebogen werden kénnen.

[0023] Die vorstehend beschriebenen Komponen-
ten werden durch die Basisplatte 42, eine Einfassung
70, die an der Basisplatte 42 ausgebildet ist, und
einen Deckel 72 abgedeckt, der Uber der Basisplatte
42 ausgebildet ist. Ein Leistungsanschluss 74 ist an
der Innenseite der Einfassung 70 angebracht und
erstreckt sich teilweise auRerhalb der Einfassung
70. Der Leistungsanschluss 74 ist mit dem Verdrah-
tungsmuster 18 durch einen Draht 78 verbunden. Ein
Steueranschluss 66 ist an der dritten gedruckten Lei-
terplatte 54 angebracht. Das Steuersignal fir das
Halbleiterelement 30 wird in den Steueranschluss
66 eingegeben und tritt durch die gedruckten Leiter-
platten 50, 52 und 54 zu dem Gatter des Halbleitere-
lements 30 hindurch.
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[0024] Ein Verfahren zum Herstellen der Halbleiter-
vorrichtung 10 des ersten Ausflihrungsbeispiels wird
nun beschrieben. Zunachst wird eine ebene Flache
in einem Abschnitt des Beschichtungsfilms eines
Flachkabels ausgebildet. Dieser Schritt wird hierbei
als der Schritt zum Ausbilden einer ebenen Flache
bezeichnet. Die Fig. 2 zeigt eine perspektivische
Ansicht des Flachkabels, bevor die ebene Flache
darin ausgebildet wird. Das Flachkabel besteht aus
elektrischen Drahten 62a und einem Beschichtungs-
film 62b', der die elektrischen Drahte 62a konzent-
risch abdeckt und somit eine Oberflache hat, die
aus einer Reihe von sich schneidenden, gekrimm-
ten Flachen besteht.

[0025] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Diagramme der
Art und Weise, wie die ebene Flache durch eine
HeilBpressmaschine ausgebildet wird. Zunachst
wird die Heilpressmaschine 100 zu dem Beschich-
tungsfilm 62' bewegt, wie dies in der Fig. 3 gezeigt
ist. Dann wird eine ebene Flache der Heillpressma-
schine 100 gegen den Beschichtungsfim 62'
gedruckt, wie dies in der Fig. 4 gezeigt ist, wodurch
eine ebene Flache in dem Beschichtungsfim 62'
ausgebildet wird. Da der Beschichtungsfilm 62' aus
einem thermoplastischen Kunststoff ausgebildet ist,
kann diese ebene Flache in einfacher Weise durch
eine Heillpressmaschine ausgebildet werden.

[0026] Die Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht
des Flachkabels, nachdem die ebene Flache darin
ausgebildet wurde. Die ebene Flache 62c¢ hat eine
langliche Form, die sich im Wesentlichen senkrecht
zu den elektrischen Drahten 62a erstreckt. Als
nachstes wird eine ebene Flache in den Flachkabeln
60 und 64 in der gleichen Art und Weise wie bei dem
Flachkabel 62 ausgebildet.

[0027] Das Flachkabel 62 wird dann durch eine Hal-
tevorrichtung wie zum Beispiel eine Saughaltevor-
richtung gehalten und so bewegt, dass das Flachka-
bel 62 mit der ersten gedruckten Leiterplatte 50 und
der zweiten gedruckten Leiterplatte 52 in Eingriff
gelangt. Ein Ende des Flachkabels 62 wird dann mit
der ersten gedruckten Leiterplatte 50 verbunden,
und das andere Ende des Flachkabels 62 wird mit
der zweiten gedruckten Leiterplatte 52 verbunden.
Dieser Schritt wird hierbei als der Verbindungsschritt
bezeichnet. Die Fig. 6 zeigt eine perspektivische
Ansicht des Flachkabels, das durch die Haltevorrich-
tung gehalten wird. Die ebene Anbringungsflache
102a der Haltevorrichtung 102 wird mit der ebenen
Flache 62c des Flachkabels 62 in Kontakt gebracht,
so dass das Flachkabel 62 an der Haltevorrichtung
102 gehalten wird. Das Flachkabel 62 kann dann
automatisch unter Verwendung der Haltevorrichtung
102 befordert werden.

[0028] Die Fig. 7 zeigt eine Draufsicht von Flachka-
beln, etc., nach dem Verbindungsschritt. Insbeson-
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dere wird das Flachkabel 62 automatisch durch die
Haltevorrichtung 102 beférdert, nachdem die
gedruckten Leiterplatten 50, 52 und 54 an einer ebe-
nen Flache so verlegt wurden, dass das Flachkabel
62 mit der ersten gedruckten Leiterplatte 50 und der
zweiten gedruckten Leiterplatte 52 in Eingriff gelangt.
Ein Ende des jeweiligen elektrischen Drahtes 62a
des Flachkabels 62 wird dann mit der ersten
gedruckten Leiterplatte 50 verbunden, und das
andere Ende des jeweiligen elektrischen Drahts 62a
wird mit der zweiten gedruckten Leiterplatte 52 ver-
bunden. In &hnlicher Weise wird das Flachkabel 64
automatisch durch die Haltevorrichtung 102 so befér-
dert, dass das Flachkabel 62 mit der zweiten
gedruckten Leiterplatte 52 und der dritten gedruckten
Leiterplatte 54 in Eingriff gelangt. Ein Ende des
jeweiligen elektrischen Drahtes 64a des Flachkabels
64 wird dann mit der zweiten gedruckten Leiterplatte
52 verbunden, und das andere Ende des jeweiligen
elektrischen Drahtes 64a wird mit der dritten
gedruckten Leiterplatte 54 verbunden. Diese Verbin-
dungen werden zum Beispiel durch Léten oder Ultra-
schallschweif3en bewirkt.

[0029] Als nachstes wird das Flachkabel 62 derart
gebogen, dass die erste gedruckte Leiterplatte 50
und die zweite gedruckte Leiterplatte 52 einander
zugewandt sind. Des Weiteren wird das Flachkabel
64 derart gebogen, dass die zweite gedruckte Leiter-
platte 52 und die dritte gedruckte Leiterplatte 54
einander zugewandt sind. Dieser Schritt wird hierbei
als der Biegeschritt bezeichnet. Infolge dieses Biege-
schrittes werden die gedruckten Leiterplatten 50, 52
und 54 {bereinander gestapelt, wobei zwischen
ihnen ein Raum ist. Die gedruckten Leiterplatten 50,
52 und 54, die durch die Flachkabel 62 und 64
zusammengehalten werden, werden dann in einer
Einfassung angebracht und mit Komponenten ver-
bunden, wie dies in der Fig. 1 gezeigt ist, wodurch
die Herstellung der Halbleitervorrichtung 10 abge-
schlossen wird.

[0030] Bei der Halbleitervorrichtung 10 des ersten
Ausflhrungsbeispiels haben die Flachkabel 62 und
64 eine darin ausgebildete ebene Flache, wodurch
es moglich wird, diese Flachkabel unter Verwendung
der Haltevorrichtung 102 aufzunehmen und automa-
tisch zu beférdern. Dies erhdht den Durchsatz des
Herstellungsprozesses.

[0031] Da die ebene Flache 62c des Flachkabels 62
eine langliche Form hat, die sich im Wesentlichen
senkrecht zu den elektrischen Drahten 62a des
Flachkabels 62 erstreckt, kann das Flachkabel 62
entlang der ebenen Flache 62¢ bei dem Biegeschritt
gebogen werden. Der Abschnitt des Flachkabels 62,
in dem die ebene Flache 62c ausgebildet ist, ist ndm-
lich weniger steif als die anderen Abschnitte des
Flachkabels 62, was das Biegen des Flachkabels
62 erleichtert. Da die Flachkabel 60 und 64 gemaR
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der vorstehenden Beschreibung eine Konfiguration
haben, die ahnlich wie jene des Flachkabels 62 ist,
kdnnen sie auch in der gleichen Art und Weise wie
das Flachkabel 62 in einfacher Weise gebogen wer-
den.

[0032] Bei der Halbleitervorrichtung 10 des ersten
Ausfihrungsbeispiels sind die gedruckten Leiterplat-
ten 50, 52 und 54 durch die Flachkabel 62 und 64
elektrisch miteinander verbunden, wodurch der
Bedarf an Anschlissen zum Verbinden dieser
gedruckten Leiterplatten beseitigt wird. Dies bedeu-
tet, dass kein Bedarf besteht, derartige Anschliisse
an den gedruckten Leiterplatten 50, 52 und 54 anzu-
bringen, so dass diese gedruckten Leiterplatten eine
vergrofierte Flache zum Anbringen von Komponen-
ten wie zum Beispiel die Komponenten 56 haben, die
in der Fig. 1 gezeigt sind. Des weiteren sind die erste
gedruckte Leiterplatte 50 und das Halbleiterelement
30 durch das Flachkabel 60 miteinander verbunden,
wodurch die Verwendung von Anschlissen vermie-
den wird, die andernfalls erforderlich waren, um die
erste gedruckte Leiterplatte 50 und das Halbleiterele-
ment 30 zu verbinden.

[0033] Das Flachkabel 60 ist vorgesehen, um eine
Verwendung von Anschlissen an der ersten
gedruckten Leiterplatte 50 zu vermeiden, die andern-
falls zu einer verkleinerten Komponentenanbrin-
gungsflache der ersten gedruckten Leiterplatte 50
fihren wirden. Daher kann das Flachkabel 60
durch beliebige Leitungsdrahte ausgetauscht wer-
den. Zum Beispiel kénnen Bondingdrahte anstelle
des Flachkabels 60 verwendet werden.

[0034] Die vorliegende Erfindung wird auf Halblei-
tervorrichtungen angewendet, die viele gestapelte
Substrate haben, und sie erméglicht es, den Durch-
satz des Herstellungsprozesses von derartigen Halb-
leitervorrichtungen zu erhéhen, indem ein einfaches
Verfahren verwendet wird, und auf3erdem die Kom-
ponentenanbringungsflache der Substrate zu vergro-
Rern. Daher ist die vorliegende Erfindung nicht auf
die Art des Halbleiterelements und auf die Anzahl
und die Funktionen der Substrate beschrankt, die
bei den Halbleitervorrichtungen verwendet werden.

Zweites Ausfliihrungsbeispiel

[0035] Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung sieht eine Halbleitervorrichtung
und ein Verfahren zum Herstellen derselben vor, die
viele gemeinsame Merkmale zu der Halbleitervor-
richtung und dem Verfahren zum Herstellen dersel-
ben des ersten Ausfiihrungsbeispiels haben. Daher
beschrankt sich die folgende Beschreibung des
zweiten Ausfuhrungsbeispiels hauptsachlich auf die
Unterschiede zu dem ersten Ausfluhrungsbeispiel.
Die Fig. 8 zeigt eine Querschnittsansicht der Halblei-
tervorrichtung des zweiten Ausfluhrungsbeispiels.
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Dieses Halbleitervorrichtung hat einen Verbindungs-
anschluss 150. Der untere Teil des Verbindungsan-
schlusses 150 ist an der Einfassung 70 gesichert.

[0036] Der Verbindungsanschluss 150 ist mit dem
Halbleiterelement 30 durch einen Draht 152 verbun-
den. Ein Flachkabel 154 ist mit dem oberen Teil des
Verbindungsanschlusses 160 verbunden. Ein Ende
des Flachkabels 154 ist mit der ersten gedruckten
Leiterplatte 50 verbunden, und das andere Ende
des Flachkabels 154 ist mit dem Verbindungsan-
schluss 150 verbunden. Es ist zu beachten, dass
das Flachkabel 154 identisch zu dem Flachkabel 62
ist.

[0037] Die Verbindung der ersten gedruckten Leiter-
platte 50 und des Verdrahtungsmusters 14 durch das
Flachkabel 60 erfordert wie bei dem ersten Ausfih-
rungsbeispiel eine ziemlich komplizierte Arbeit, was
den Durchsatz des Herstellungsprozesses reduzie-
ren kann. Bei der Halbleitervorrichtung des zweiten
Ausflihrungsbeispiels erstreckt sich andererseits der
Verbindungsanschluss 150 lber einen wesentlichen
Abstand innerhalb der Einfassung 70 nach oben,
wodurch es mdglich wird, das andere Ende des
Flachkabels 154 mit dem Verbindungsanschluss
150 einfach zu verbinden. Daher erméglicht das Her-
stellungsverfahren des zweiten Ausfiihrungsbei-
spiels, dass der Durchsatz des Herstellungsprozes-
ses erhdht wird, wenn dies mit dem
Herstellungsverfahren des ersten Ausflihrungsbei-
spiels verglichen wird. Es ist zu beachten, dass die
Halbleitervorrichtung des zweiten Ausflihrungsbei-
spiels fiir Anderungen bereit ist, die zumindest gleich
jenen sind, die bei der Halbleitervorrichtung des ers-
ten Ausflihrungsbeispiels durchgefiihrt werden
kénnen.

Drittes Ausfiihrungsbeispiel

[0038] Ein drittes Ausflhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung sieht eine Halbleitervorrichtung
und ein Verfahren zum Herstellen derselben vor, die
viele gemeinsame Merkmale zu der Halbleitervor-
richtung und dem Verfahren zum Herstellen dersel-
ben des ersten Ausfiihrungsbeispiels haben. Daher
beschrankt sich die folgende Beschreibung des drit-
ten Ausfiihrungsbeispiels hauptsachlich auf die
Unterschiede von dem ersten Ausfiihrungsbeispiel.
Die Fig. 9 zeigt eine Querschnittsansicht der Halblei-
tervorrichtung des dritten Ausfihrungsbeispiels.
Diese Halbleitervorrichtung hat ein Flachkabel 200.
Ein Ende des Flachkabels 200 ist mit der ersten
gedruckten Leiterplatte 50 verbunden, und das
andere Ende des Flachkabels 200 ist mit dem Halb-
leiterelement 30 verbunden. Es ist zu beachten, dass
das Flachkabel 200 identisch zu dem Flachkabel 62
ist.
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[0039] Somit werden die erste gedruckte Leiter-
platte 50 und das Halbleiterelement 30 durch das
Flachkabel 200 verbunden, wodurch der Bedarf an
dem Verdrahtungsmuster 14 und dem Draht 32, die
in der Fig. 1 gezeigt sind, und an dem Verbindungs-
anschluss 150, der in der Fig. 8 gezeigt ist, beseitigt
wird. Dies ermdglicht es, die Kosten der Halbleiter-
vorrichtung zu reduzieren. Es ist zu beachten, dass
die Halbleitervorrichtung des dritten Ausfiihrungsbei-
spiels fir Anderungen bereit ist, die zumindest dhn-
lich zu jenen sind, die bei der Halbleitervorrichtung
des ersten Ausfihrungsbeispiels durchgefiihrt wer-
den kdénnen.

[0040] Die Merkmale und Vorteile der vorliegenden
Erfindung kdnnen folgendermalien zusammenge-
fasst werden. Die vorliegende Erfindung ermdglicht
die Verwendung eines Flachkabels, um viele Sub-
strate miteinander zu verbinden, wodurch es moglich
wird, die Komponentenanbringungsflache dieser
Substrate zu vergréolRern. Da des Weiteren das
Flachkabel der vorliegenden Erfindung eine ebene
Flache an ihrem Abschnitt hat, ist es moglich, den
Durchsatz des Herstellungsprozesses der Halbleiter-
vorrichtungen zu erhéhen, bei denen dieses Flach-
kabel eingebaut ist.

[0041] Offensichtlich sind viele Abwandlungen und
Anderungen der vorliegenden Erfindung angesichts
der vorstehend beschriebenen Lehre mdglich. Es ist
daher klar, dass die Erfindung innerhalb des
Umfangs der beigefligten Anspriiche anderweitig
ausgefiihrt werden kann, als es speziell beschrieben
wurde.

[0042] Die gesamte Offenbarung der am 26. April
2012 eingereichten japanischen Patentanmeldung
JP 2012 101297 einschlieBlich der Beschreibung,
den Ansprlchen, den Zeichnungen und der Zusam-
menfassung, auf denen die Prioritat der vorliegenden
Anmeldung gemaR der PVU beruht, wird hierin durch
Bezugnahme als Ganzes eingefihrt.

Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung mit:
einer ersten gedruckten Leiterplatte (50);
einem Flachkabel (62) mit elektrischen Drahten
(62a) und einem Beschichtungsfilm (62b), der eine
Oberflache hat, die aus einer Reihe von sich
schneidenden gekrimmten Flachen besteht, und
der die elektrischen Drahte (62a) aulRer an den bei-
den Enden abdeckt, wobei ein Ende des jeweiligen
elektrischen Drahtes (62a) mit der ersten gedruck-
ten Leiterplatte (50) verbunden ist; und
einer zweiten gedruckten Leiterplatte (52), die mit
dem anderen Ende des jeweiligen elektrischen
Drahtes (62a) verbunden ist,
wobei das Flachkabel (62) derart gebogen ist, dass
die erste gedruckte Leiterplatte (50) und die zweite
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gedruckte Leiterplatte (52) einander zugewandt
sind,

wobei eine ebene Flache (62c) in einem Abschnitt
des Beschichtungsfilms (62b) ausgebildet ist, und
wobei die ebene Flache (62c) ein im Beschichtungs-
film (62b) ausgebildeter vertiefter Bereich ist.

2. Halbleitervorrichtung gemal Anspruch 1,
wobei der Beschichtungsfilm (62b) aus einem ther-
moplastischen Kunststoff ausgebildet ist.

3. Halbleitervorrichtung gemal Anspruch 1,
wobei die ebene Flache (62c) eine langliche Form
hat, die sich im Wesentlichen senkrecht zu den
elektrischen Drahten (62a) erstreckt.

4. Halbleitervorrichtung gemalR einem der
Anspriche 1 bis 3, des Weiteren mit:
einem Isoliersubstrat (12);
einem Halbleiterelement (30), das an dem Isolier-
substrat (12) gesichert ist; und
Leitungsdrahten (60, 154a, 200b), von denen ein
Ende mit dem Halbleiterelement (30) elektrisch ver-
bunden ist, und von denen ein anderes Ende mit der
ersten gedruckten Leiterplatte (50) elektrisch ver-
bunden ist.

5. Halbleitervorrichtung gemafl Anspruch 4, des
Weiteren mit:
einem Draht (152), der mit dem Halbleiterelement
(30) verbunden ist; und
einem Verbindungsanschluss (150), der mit dem
Draht (152) verbunden ist,
wobei die einen Enden der Leitungsdrahte (154a)
mit dem Verbindungsanschluss (150) verbunden
sind.

6. Halbleitervorrichtung gemalR Anspruch 4,
wobei die einen
- Enden der Leitungsdréhte (200b) mit dem Halblei-
terelement (30) verbunden sind.

7. Halbleitervorrichtung gemaR einem der
Anspriiche 4 bis 6, wobei die Leitungsdrahte (60,
154a, 200b) ein Flachkabel oder Bondingdrahte
sind.

8. \Verfahren zum Herstellen einer Halbleitervor-
richtung, mit den folgenden Schritten:
Ausbilden einer ebenen Flache (62c) in einem
Abschnitt eines Beschichtungsfiims (62b) eines
Flachkabels (62), wobei der Beschichtungsfiim
(62b) eine Oberflache hat, die aus einer Reihe von
sich schneidenden gekrimmten Flachen besteht,
und elektrische Drahte (62a) aufter an den beiden
Enden abdeckt, und wobei die ebene Flache (62c)
ein im Beschichtungsfilm (62b) ausgebildeter vertief-
ter Bereich ist;
Halten des Flachkabels (62) durch eine Haltevor-
richtung (102) derart, dass eine ebene Anbringungs-
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flache (102a) der Haltevorrichtung (102) mit der
ebenen Flache (62c) des Flachkabels (62) in Kon-
takt gebracht wird,

Beférdern des Flachkabels (62) durch die Haltevor-
richtung (102) derart, dass das Flachkabel (62) mit
einer ersten gedruckten Leiterplatte (50) und einer
zweiten gedruckten Leiterplatte (52) in Eingriff
gelangt;

Verbinden von einem Ende des jeweiligen elektri-
schen Drahtes (62a) des Flachkabels (62) mit der
ersten gedruckten Leiterplatte (50);

Verbinden des anderen Endes des jeweiligen elekt-
rischen Drahtes (62a) mit der zweiten gedruckten
Leiterplatte (52); und

Biegen des Flachkabels (62) derart, dass die erste
gedruckte Leiterplatte (50) und die zweite gedruckte
Leiterplatte (52) einander zugewandt sind.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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